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Prufungsantrag genn. § 44 PatG ist gestellt 

(S) Kondensator und Verfahren zum Herstellen eines Anodenkorpers und eines Anodenableiters hierfur 

@ Die Erfindung betrifft einen Kondensator, bei dem ein 
Anodenableiter (9) flachig gestaltet ist und fur eine grofS- 
flachige Verbindung mit einem Anodenkorper (1> sorgt. 
Das aus dem Anodenkorper (1) herausgefuhrte Ende des 
Anodenableiters (9) istzu einer Anschluf^lasche gebogen. 
Fur die Herstellung des Anodenkorpers werden zwei 
grundsatzlich verschiedene Verfahren der Verarbeitung 
einer Paste oder eines Pulvers vorgestellt 
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Beschreibung 


[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Konden- 
sator aus einem Anodenkorper, einem in den Anodenkdiper 
gefiihrten anodenseitigen Ableiter, einem den Anodenkor- S 
per im wesendichen umgebenden Dielektrikum, einer auf 
dem Dielektrikum vorgesehenen Schichtkathode, einer mit 
dem anodenseitigen Ableiter verbundenen ersten AnschluB- 
lasche und einer mit der Schichtkathode verbundenen zwei- 
ten AnschluBlasche; auBerdem betrifft die vorliegende Er- lO 
findung ein Verfahren zura Herstellen eines Anodenkoipers 
und eines Anodenableiters fiir einen derartigen Kondensa- 
tor. 

[0002] Bei dem Kondensator handelt es sich vorzugs weise 
um einen Chipkondensaton Jedoch ist die voriiegende £r- 15 
findung ohne weiteres auch auf andere Kondensatoren, wie 
beispielsweise gehauselose Kondensatoren, anwendbar. Ein 
gehauseloser Kondensator hat eine geringe Bauhobe und 
wird beispielsweise in eine Hybridschaltung integriert. Im 
folgenden soE jedoch davon ausgegangen werden, da6 der 20 
erfindungsgemafie Kondensator ein Chipkondensator ist. 
[0003] Chipkondensatoren, insbesondere Tkital-Chipkon- 
densatoren zeichnen sich durch ein hohes volumenspezifi- 
sches Kapazitats-Spannungs-Produkt, auch "CV-Produkt" 
genannt, aus. Das heiBt, bei diesen Kondensatoren ist der 25 
Wert des auf das Volumen bezogenen Produktes aus Kapazi- 
tat und an den Kondensator anlegbaier Spannung besonders 
groB. Weitere vorteilhafte Eigenschaften von Chipkonden- 
satoren liegen in einem stabilen Temporatur- und Frequenz- 
verhalten, einem niedrigen Reststrom und einem kleinen 30 
Verlustfaktor. 

[0004] Infolge dieser hervorragenden Eigenschaften wer- 
den speziell Tantal-Chipkondensatoren fiir eine Vielzahl 
von Anwendungen auf den verschiedensten Gebieten einge- 
setzt. Neue Anwendungen, anspruchsvolle Einsatzbedin- 35 
gungen und eine zunehmende Miniaturisiening in derElek- 
tronik lassen die Anforderungen an Chipkondensatoren 
standig groBer werden. 

[0005] Fig. 24 zeigt den Aufbau eines herkdmmlichen 
Tantal-Chipkondensators in einem schematischen Schnitt, 40 
wahrend in Fig. 25 der Anodenkorper dieses Chipkondensa- 
torsin seitlicher Ansicht und in Fig. 26 der Anodenkorper in 
Draufsicht gezeigt ist. 

[0006] Dieser herkommliche Chipkondensator besteht aus 
dem Anodenkorper 1, einem Dielektrikum 2 und einer 45 
Schichtkathode 3, die ein eigenthches Kondensatorelement 
bilden. 

[0007] AuBerdem ist ein Gehause 4 voigesehen, das wich- 
tige Schutzfiinktionen fiir das Kondensatorelement iiber- 
nimmt. 50 
[0008] Zu dem Kondensatorelement aus dem Anodenkor- 
per 1, dem Dielektrikum 2 und der Schichtkathode 3 ftihrt 
ein Tantaldraht 5, der im Inneren des Gehauses 4 mit einer 
ersten Metallasche 6 verbunden ist. Mittels eines Leitkle- 
bers 8 ist die Schichtkathode 3 an eine zweite Metallasche 7 55 
angeschlossen, die wie die Metallasche 6 aus dem Gehause 
4 herausgefuhrt ist. 

[0009] Derartige Chipkondensatoren werden in unter- 
schiedlichen GroBen des Gehauses 4 mit meist genormten 
GrundflachemaBen und Bauhohen gefertigt. Folglich muB 60 
zur Erzielung eines hoheren CV-Produktes der Volumenan- 
teil des Kondensatorelementes bzw. des in diesem enthalte- 
nen Anodenkoipers 1 gesteigert werden. 
[0010] Aufgrund der Verwendung des Tantaldrahtes 5 im 
Anodenkorper 1 (vgL hierzu insbesondere auch die Fig. 25 65 
und 26) als anodenseitigem Ableiter kann die Gehauseaus- 
nutzung kaum noch gesteigert werden. Das freie Ende des 
Tantaldrahtes 5 wird namlich an die Metallasche 6 ge- 


schweiBt, die beira fertigen Chipkondensator den elektri- 
schen AnschluB an eine elektronische Schaltung auf einer 
Leiterplatte zusammen mit der anderen Metallasche iiber- 
nehmen soli. Bei einer derarugen Bauweise ist speziell plus- 
seidg der Abstand zwischra dem Kondensatorelement und 
der Gehausewand besonders groB. Der durch den Ibntal- 
draht 5 gebildete Abstand zwischen der plusseitigen Metal- 
lasche 6 und dem Kondensatorelement bzw. dem Anoden- 
korper 1 kann fertigungsbedingt kaum weiter verringert 
werden. Mit anderen Worten, bei dem bekannten Chipkon- 
densator wird das Gehausevolumen nur unzureichend aus- 
genutzt. 

[0011] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
einen Kondensator anzugeben, der sich durch ein besonders 
hohes volumenbezogenes CV-Produkt auszeichnet; auBer- 
dem soil ein vorteilhaftes Verfahren zum Herstellen eines 
Anodenkorpers und eines Anodenableiters fiir einen derarti- 
gen Kondensator geschaffen werden. 
[0012] Zur Losung dieser Aufgabe zeichnet sich ein Kon- 
densator der eingangs genannten Art erfindungsgemaB da- 
durch aus, daB der anodenseitige Ableiter und die erste An- 
schluBlasche zusammen durch einen flachig gestalteten 
Anodenableiter gebildet sind. Der anodenseitige Ableiter 
und die dazu gehorende plusseitige AnschluBlasche beste- 
ht also zusanunen aus dem flSchig gestalteten Anodenab- 
leiter. 

[0013] Die vorliegende Erfindung beschreitet hier einen 
von der bisherigen Entwicklung der Technik auf diesem Ge- 
biet abweichenden Weg: wahrend bisher zumeist versucht 
wurde, den Volumenanteil des Kondensatorelementes am 
Gesamtvolumen des Kondensators durch Verringerung der 
minimal erforderlichen Gehausewandstarke, welche fiir den 
Schutz des Kondensatorelementes normalerweise unent- 
belirlich ist, zu steigem oder ein hoheritapazitives Tantalpul- 
ver fiir den Anodenkorper einzusetzen, wird bei der vorlie- 
genden Erfindung der grundsatzliche Aufbau von Anoden- 
korper, anodenseitigem Ableiter und dessen AnschluBlasche 
geandert. Der anodenseitige Ableiter wird mit der zugehori- 
gen AnschluBlasche zusammengefaBt und insgesamt als ein 
fiachig gestalteter Ableiter ausgefilhrt, der mit dem Anoden- 
korper fest versintert und nach HersteUung des Gehauses im 
geringen Abstand zum Kondensatorelement zu einer Kon- 
taktlasche gebogen bzw. gestaltet ist. Dadurch kann bei- 
spielsweise plusseitig der Abstand zwischen dem Konden- 
satorelement und dem Gehauserand reduziert werden. Dies 
bedeutet aber, daB bei dem erfindungsgemaBen Kondensator 
das Volumen des Gehauses fur die Erzielung eines hoheren 
CV-Produktes besser ausgenutzt wird. Auch ist es moglich, 
bei einem gleichbleibenden Volumen des Anodenkorpers 
eine kleinere GroBe fur das Gehause zur Anwendung zu 
bringen. 

[0014] Durch die flachige Gestaltung des Anodenablei- 
ters, der in den Anodenkorper aus beispielsweise gesinter- 
tern Tantalpulver eingesintert ist, wird im Vergleich zu ei- 
nem eingesinterten Tantaldraht bei gleicher Querschnittsfla- 
che eine groBere Kontaktflache zwischen Anodenableiter 
und Anodenkorper erreicht. Die Anzahl der Pulverpartikel, 
die die Oberflache des Anodenableiters beruhren, ist gestei- 
gert, und damit wird die durchschnittliche Lange der aus 
miteinander versinterten TantaTpartikeln bestehenden 
Stiompfade zwischen dem Dielektrikum und dem Anoden- 
ableiter reduziert. Als Folge hiervon konnen veiringerte "Wi- 
derstandswerte und eine erhohte Kapazitat bei hohen Fre- 
quenzen erreicht werden. 

[0015] Der erfindungsgemaBe Kondensator mit dem fla- 
chig gestalteten Anodenableiter erlaubt die Verwendung au- 
Berst flacher Kondensatorelemente, bei denen ein Anoden- 
korper eine groBe Mantelfiache hat, was kurze Strompfade 
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bedeutet und die bereits envahnte Verbesserung der elektri- 
schen Eigenschaften bewirkL Solche flachen Kondensator- 
elemente konnen gegebenenfalls auch ohne Gehause bei- 
spielsweise in Hybridschallungen integriert werden. 
[0016] Die Verwendung eines flachigen Anodenableiters 
im Anodenkorper verringert auBerdem bei StromfluB die 
Gefahr einer lokalen Uberhitzung an den Ubergangen zwi- 
schen dem Anodenableiter und einem durch die versinterten 
Tantalpartikel gebildeten feinen Netzweric. An diesen Uber- 
gangen ireten namlich hohere Stromdichten als ira sich an- 
schlieBenden Netzwerk auf. Solche lokalen Uberhitzungen 
kSnnen eine Ursache fiir pI5tzlich auftreiendes und drama- 
tisch verlaufendes Abbrennen von Chipkondensatoren sein. 
[0017] Wesentlich an dem erfindungsgemaBen Kondensa- 
tor ist insbesond^e die Verwirklichung einer festen und 
grofiflachigen Verbindung zwischen dem Anodenkorper aus 
einem kapazitatsbildenden, ofifenporigen Metallsinterkorper 
und einem Anodenableiter mit groBer Oberflache. Fiir alle 
diese Komponenten word bevorzugt Tantal oder auch ein an- 
deres Ventilmetall oder Ersatzmaterial eingesetzt, das die 
Ausbildung einer Schicht mit einer hohen Dielektrizitats- 
konstanten gestattet. 

[0018] Weiterfain zeichnet sich zur Losung obiger Auf- 
gabe pin Tarfahren zum Herstellen eines Anodenkorpers 
und eines Anodenableiters fiir einen Kondensator erfin- 
dungsgem^ dadurch aus, daB eine Paste aus einem Binder- 
system und einem T^talpulver auf eine Tantalfolie oder ein 
Tantalblech aufgetragen und sodann getrocknet und gesin- 
tert wird Fiir die Herstellung des Anodenkorpers wird also 
von einer Paste ausgegangen, die aus einem Bindersystem 
und dem Metallpulver besteht Die Paste kann dabei mittels 
unterschiedlicher Methoden mit dem Anodenableiter zu ei- 
nem Anodenkorper gestaltet werden. 
[0019] Der erfindungsgemaBe Kondensator ist SMD-fahig 
(SMD = Surface Mounted Device). Durch die Verwendung 
einer Paste ist die Verarbeitung von hoch- und hochstkapazi- 
tiven Tantalpulvem vereinfacht 

[0020] Anstelle von Tantal konnen auch andere Materia- 
lien, wie beispielsweise Niob oder weitere Ventilmetalle, die 
die Fahigkeit zur Ausbildung eines Dielektrikums besitzen, 
verwendet werden. 

[0021] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Z^ich- 
nungen naher erlautert. Es zeigen: 

[0022] Fig. 1 bis 3 schematische Darstellungen zur Erlau- 
terung eines ersten Ausfuhrungsbeispiels der Erfindung, 
[0023] Fig. 4 bis 6 schematische Darstellungen zur Erlau- 
terung eines zweiten Ausfuhrungsbeispiels der Erfindung, 
[0024] Fig, 7 bis 13 schematische Darstellungen zur Er- 
lauterung eines ersten Verfahrens zum Herstellen eines Ano- 
denkorpers, 

[0025] Fig. 14 und 15 schematische Darstellungen zur Er- 
lauterung einer Abwandlung des Verfahrens nach den Fig, 7 

bis 13, 

[0026] Fig, 16 bis 23 schematische Darstellungen zur Er- 
lauterung eines zweiten Verfahrens zum Herstellen eines 
Anodenkorpers und 

[0027] Fig. 24 bis 26 schematische Darstellungen zur Er- 
lauterung eines herkommlichen Chipkondensators. 
[0028] Die Fig. 24 bis 26 sind bereits eingangs beschrie- 
ben worden. In den Figuren werden einander entsprechende 
Bauteilejeweils mit den gleichen Bezugszeichen versehen. 
[0029] Fig, 1 zeigt einen erfindungsgemaBen Chipkon- 
densator mit einem eigentlichen Kondensatorelement aus ei- 
nem Anodenkorper 1, einem Dieiektrikum 2, einer Schicht- 
kathode 3 und einem flachigen Ableiter 9, der in den Ano- 
denkorper 1 hineinreicht. Der Anodenkorper 1 besteht aus 
einem porosen Metallsinterkorper, der, wie weiter unten 
noch naher erlautert werden wird, aus einer metaUpulverhal- 


tigen Paste, die getrocknet und gesintert ist, aufgebaut wird 
und dabei eine feste und groBfiachige Vert>indung mit dem 
Anodenableiter 9 herstellt. 

[0030] Der Anodenableiter 9 wird vorzugsweise aus Tan- 
S tal heigestellt, das in vorteilhafter Weise auch als Metall fxir 
das Metallpulvo- der Paste verwendet wird. 
[0031] Die Schichtkathode 3 ist wie bei dem herkommli- 
chen Chipkondensator der Fig. 24 uber einen Leitkleber 8 
mit der Metailasche 7 verbunden. 

10 [0032] Der Anodenableiter 9 erfullt die Funktionen des 
Tantaldrahtes 5 sowie der Metailasche 6 des hedcommlichen 
Chipkondensators von Fig, 24: er ist hierzu zu einer Kon- 
taktlasche gebogen bzw. ausgebildet (vgl. insbesondere Fig, 
2 und 3), wodurch plusseitig der Abstand zwischen dem 

IS Kondensatorelement und dem Rand des Gehauses 4 verrin- 
gert werden kann. Das Volumen • des Gehauses 4 des Bau- 
elementes wird somit besser ausgenutzt, um in vorteilhafter 
Weise ein hoheres CV-Produkt zu erzielen. Auch kann bei 
gleichbleibendera Volumen des Anodenkorpers 1 eine klei- 

20 nere GroBe fur das Gehause 4 gewahlt werden. Bei gleicher 
GroBe des Gehauses 4 kann durch die Erfindung das Kon- 
densatorelement bzw. der Anodenkorper 1 groBer gestaltet 
werden als beim Stand der Technik nach den Fig. 24 bis 26. 
[0033] Der erfindungsgemaBe Chipkondensator mit dem 

25 flachigen Anodenableiter 9 im Anodenkdrper 1 erlaubt die 
Herstellung auBerst flacher Kondensatorelemente, wie dies 
schematisch aus den Fig, 4 bis 6 zu ersehen ist. Die Fig. 5 
zeigt dabei wie die Fig. 2 eine seitliche Ansicht des Anoden- 
korpers 1 mit dem Anodenableiter 9, wahrend in der Fig. 6, 

30 ahnlich wie in der Fig. 3 eine Draufsicht auf den Anoden- 
korper 1 mit dem Anodenableiter 9 dargesteUt ist, AUer- 
dings ist in den Fig. 3 und 6 der Anodenableiter 9 in seiner 
gesamten Ausdehnung dargesteUt, obwohl er an sich teil- 
weise durch den Anodenkorper 1 abgedeckt ist. 

35 [0034] Durch die flache Ausfuhrung entsprechend dem 
Ausfiihrungsbeispiel der Fig. 4 bis 6 wird eine besonders 
groBe Mantelflache erhalten, was kurze Strompfade ermog- 
Ucht und eine Verbesserung der elektrischen Eigenschaften 
bewirkt. Auch konnen die auBerst flachen Kondensatorele- 

40 mente gegebenenfalls ohne Gehause in Hybridschaltungen 
integriert werden. 

[0035] Fur die Herstellung eines Anodenkorpers wird eine 
Paste aus einem Bindersystem und einem Tantalpulver auf 
eine Tantalfolie oder ein Tantalblech 10 der Dicke 50 bis 

45 150 ^m unter Verwendung einer Schablone 11 gedruckt. 
Fig. 7 zeigt eine Draufsicht dieser Schablone 11, wahrend in 
Fig. 8 eine Seitensicht des Tantalb leches 10 zusammen mit 
der Schablone 11 gezeigt und in Fig. 9 die Schablone 11 mit 
Paste 12 gefuUt ist. Das Tantalblech 10 zusammen mit der 

50 aufgerakelten bzw. aufgedruckten Tantalpaste 12 wird nach 
Entfemen der Schablone U getrocknet und gesintert, so daB 
die in Fig. 10 in Seitenansicht gezeigte Anordnung edialten 
wird. 

[0036] Die Anordnung von Fig. 10 wird schlieBlich langs 
55 der Punktlinien (vgl. Fig, 11) zugeschnitten, so daB auf diese 
Weise Anodenkorper 12 erhalten werden, die mit dem Tan- 
talblech 10 verbunden sind. Fig. 12 zeigt eine Seitensicht ei- 
nes solchen Anodenkorpers 12 mit einem Tantalblech 10, 
wahrend in Fig, 13 eine Draufsicht hiervon dargesteUt ist. 
60 [0037] Gegebenenfalls kann das Zuschneiden in die ein- 
zelnen Anodenkorper (vgl. Fig. 11) bei ausreichender 
Trocknung auch vor dem Sintem erfolgen. 
[0038] Die sich anschlieBenden Verfahrensschritte ent- 
sprechen der herkSmmlichen Tantal-Chipkondensatorferti- 
65 gung. So wird in einer Formierung genannten Prozedur auf 
der inneren und auBeren Oberflache des gesinterten Ano- 
denkorpers 1 das Dieiektrikum 2 aus Tantalpentoxid gebil- 
det. Nach dem Aufbringen der Schichtkathode 3 folgt die 
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Herstellung von KathodenanschluB bzw. Metallasche 7 und 
Gehause 4. Die als plusseitiger elektrischer AnschluB die- 
nende Anodenlasche aus dem Anodenableiter 9 aus Tantal 
kann zum Zwecke der Vorbesserung der Lot- bzw. Verkleb- 
barkeit noch nachbehandelt werden. 5 
[0039] In Abwandlung des Ausfuhrungsbeispiels der Fig. 
7 bis 13 ist es moglich, das Tantalblech 10 beidseitig mit der 
Tantalpaste 12 zu bedrucken, was in einem Arbeitsgang er- 
folgen kann. Beina Bedrucken in zwei Schritten wird nach 
dem Bedrucken der ersten Seite des Tantalbleches 10 die auf lO 
diese Seite aufgetragene Paste 12 vorgetrocknet Unabhan- 
gig davon, ob das Bedrucken in einem Arbeitsgang oder in 
zwei Arbeitsgangen vorgenommen wird, wird schlieBlich 
eine Anordnung erhalten, wie diese in den Fig. 14 und 15 
dargestellt ist, wobei Fig, 14 eine Seitensicht zeigt, wahrend 15 
in Fig. 15 eine Draufsicht auf das Tantalblech 10 mit dem 
aus zwei Teilen bestehenden Anodenkorper 12 gezeigt ist. 
[0040] Die Herstellung des Anodenkorpers fiir den Chip- 
kondensator ist auch durch Siebdrucken moglich, wozu eine 
Paste aus einem Bindersystem und Tantalpulver auf eine 20 
Tantalfolie oder ein Tantalblech 10 der Dicke 50 bis 150 |im 
siebgedruckt wird. Das Tantalblech 10 mit der siebgedruck- 
ten Tantalpaste 12 wird wie in den vorangehenden Beispie- 
len getrocknet und gesintert. Nach dem Sintem wird das 
Tantalblech zugeschnitien. Auf diese Weise werden einzelne 25 
Anodenkorper mit einem Anodenableiter aus Ikntalblech 
Oder Tantalfolie entsprechend den Fig. 12 und 13 erhalten. 
Auch hier kann das Zuschneiden bei ausreichender Trock- 
nung vor dem eigentiichen Sintem erfolgen, 
[0041] Die weiteren Verfahrensschritte warden in der 30 
oben erlauterten Weise ausgefiihrt. 

[0042] Das Siebdrucken auf das Tantalblech 10 ist auch 
beidseitig moglich, was gegebenenfalLs in einem Arbeits- 
gang erfolgen kann. Wird das Drucken in zwei Schritten 
vorgenommen, so kann nach dem Bedrucken der ersten 35 
Seite des Tantalbleches 10 mit der Paste 12 ein Vortrocknen 
vorgenommen werden. Auf diese Weise wird schlieBlich die 
in den Fig. 14 und 15 gezeigte Anordnung mit dem Tantal- 
blech 10 und den zu Anodenkorpem gesinterten Pasten 12 
erhalten. 40 
[0043] Bei einem anhand der Fig. 16 bis 23 erlauterten 
Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung wird ein Anodenableiter 
15 von einer Metallpulverpaste komplett eingefaBt, so dafi 
der Anodenableiter 15 nur auf einer Seite aus einem aus der 
Metallpulverpaste durch Trocknen und Sintem erzeugten 45 
Anodenkorper 20 herausragen kann, wie dies zunachst in 
den Fig. 22 und 23 in Seitensicht bzw. Draufsicht gezeigt ist. 
Fur die Herstellung einer solchen Anordnung kann ein 
mehrstufiges Schablonenverfahren eingesetzt werden, bei 
dem zunachst zwischen zwei Ix)chmasken 13, 14 Streifen 50 
15 aus Tantalfolie oder Tantalblech mit einer Dicke von 50 
bis 150 ]im plaziert werden. Fig, 16 zeigt eine Draufsicht 
auf die iLochmaske 13 mit den Streifen 15, wahrend in Fig. 

17 eine Seitensicht der Lochmasken 13, 14 mit den Streifen 

15 auf einer ersten Basisplatte 16 dargestellt ist. Der Anteil 55 
des Streifens 15, der in das Loch der Masken 13, 14 hinein- 
ragt, kann durch einen Abstandshalter 17 abgestiitzt werden 
(vgL Fig. 17). Dieser Abstandshalter 17 kann gegebenen- 
falls auch Teil der Basisplatte 16 sein oder auf ihr fixiert 
werden. 60 
[0044] Nach dem Vortrocknen einer eingerakelten Paste 

18 (vgl. Fig, 18) wird eine weitere Basisplatte 19 aufgelegt 
(vgL Fig. 19), die erste Basisplatte 16 mit den Abstandshal- 
tem 17 wird entfemt (vgl. Fig. 20), und es wird ein zweites 
Mai Metallpulverpaste eingerakelt (vgl. Fig. 21). Nach dem 65 
Ausformen werden ein Trocknen und Sintem vorgenom- 
men. Auf diese Weise konnen die Anordnungen der Fig. 22 
und 23 mit dem Anodenkorper 20 erhalten werden. 
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[0045] Altemativ ist es fiir die Herstellung eines Chipkon- 
densators auch moglich, einen Streifen aus Tantalfolie oder 
Tantalblech mit einer Dicke von 50 bis 150 ym mit einer Pa- 
ste aus einem Bindersystem und einem Tantalpulver zu um- 
spritzen, zu urapres-sen oder zu umgieBen. Nach einem 
Ausformen wird der so erhaltene Anodenkorper getrocknet 
und gesintert. Auf diese Weise werden einzelne Anodenkor- 
per mit einem Anodenableiter aus TantalfoUe oder Tantal- 
blech entsprechend den Fig. 22 (Seitensicht) und 23 (Drauf- 
sicht) erhalten, welche in der oben erlauterten Weise weiter- 
behandelt werden. 

[0046] SchlieBlich kann zur Herstellung eines Anoden- 
korpers auch aus einer Paste, die aus einem Bindersystem 
und Tantalpulver besteht, eine folienartige (gnine) Masse 
vorgefertigt werden, welche zugeschnitten und mit der Tan- 
talfolie Oder dem Tantalblech 15 mit einer Dicke von 50 bis 
150 pm verklebt wird. Nach einem Trocknen und Sintem 
werden einzelne Anodenkorper mit einem Anodenableiter 
aus TantalfoUe oder Tantalblech erhalten, wie diese in den 
Fig. 22 und 23 dargestellt sind. 

[0047] Im folgenden soil noch ein grundsatzlich anderes 
Verfahren zum Herstellen eines Anodenkorpers und eines 
Anodenableiters fur einen Kondensator, insbesondere Chip- 
kondensator, angegeben werden. 

[0048] Fiir die Herstellung eines Kondensators in dieser 
anderen erfindungsgemaBen Ausfiihmng wird ein rechtecki- 
g^ Streifen aus insbesondere Tantalfolie oder Tantalblech 
einer Dicke 50 bis 150 \xm mit Tantalpulver umpreBt bzw. 
verpreBt. Der Streifen ragt dabei an einer Seite eines so ge- 
bildeten prismatischen PreBlings heraus. Dieser PreBling 
wird anschUeBend zum Anodenkorper und Anodenableiter 
gesintert. 

[0049] Die weiteren Fertigungsschritte entsprechen der 
konventionellen Tantal-Chipkondensatorfertigung. So wird 
in der Formierung genannten Prozedur auf der inneren und 
auBeren Oberflache des gesinterten Anodenkorpers das Di- 
elektrikum aus Tantalpentoxid gebildet. Nach dem Aufbrin- 
gen der Kathodenschichten folgt die Herstellung von Katho- 
denanschluB und Gehause. Die dem plusseitigen elektri- 
schen AnschluB dienende Anodenlasche aus Tantal kann in 
der erfindungsgemaBen Ausfuhrung zum Zwecke der Lot- 
oder Verklebbarkeit nachbehandelt werden, was auch fiir die 
anderen Ausfuhrungsbeispiele gilt. 

[0050] In Abwandlung der obigen erfindungsgemaBen 
Ausfuhrung des Tantal-Chipkondensators wird das Tantal- 
pulver noch mit einem Additiv versetzt, das aufgrund seiner 
Schmierwirkung den PreBvorgang leichter gestaltet und das 
PreBwerkzeug schont. Auch werden die Rieselfahigkeit des 
Pulvers und die mechanische Stabilitat des PreBlings durch 
die Bindewirkung des Additivs verbessert. Ein ubliches Ad- 
ditiv ist Campher. Es sollte vor dem Sintem des PreBlings 
nach Moglichkeit riickstandsfrei entfemt werden. 

Patentanspruche 

1. Kondensator aus einem Anodenkorper (1; 12; 20), 
einem in den Anodenkorper (1; 12; 20) gefuhrten ano- 
denseitigen Ableiter (9; 10; 15), einem den Anoden- 
korper (1; 12; 20) im wesentlichen umgebenden Di- 
elektrikum (2), einer auf dem Dielektrikum (2) vorge- 
sehenen Schichtkathode (3), einer mit dem anodensei- 
tigen Ableiter (9; 10; 15) verbundenen ersten An- 
schluBlasche und einer mit der Schichtkathode (3) ver- 
bundenen zweiten AnschluBlasche (7), dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der anodenseitige Ableiter und die 
erste AnschluBlasche zusammen durch einen flachig 
gestalteten Anodenableiter (9; 10; 15) gebildet sind. 

2. Kondensator nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
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zeichnet, dafi der Ancxienkorper (1; 12; 20) aus einem 
ofFenporigen Metallsinterkoiper besteht. 

3. Kondensator nacb Anspnich 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Metall des Metallsinterkoipers 
Tantal oder Niob oder ein anderes Ventibnetall oder ein 
zur Ausbildung eines Dielektrikums friges Material 
ist. 

4. Kondensator nach einem der Anspruche 1 bis 3, ge- 
kennzeichnet durch ein die Schichtkathode (3) umge- 
bendes Gehause (4), aus dem die AnschluBlaschen (7) 
herausgefiihrt sind, 

5. Kondensator nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, dafi der Anodenableiter (9; 10; 
15) aus Tantal oder Niob oder einem anderen Ventibne- 
tall oder einem zur Ausbildung eines Dielektrikums fa- 
higen Material hergestellt ist. 

6. Kondensator nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Anodenableiter (9; 10; 
15) eine Dicke von 50 bis 150 ^m aufweist. 

7. Verfahren zum Herstellen eines Anodenkorpers und 
eines Anodenableiters fiir einen Kondensator nach ei- 
nem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
daB eine Paste (12) aus einem Bindersystem und einem 
Metallpulver, insbesondere Tantalpulver, auf eine Me- 
tallfolie, insbesondere eine Tantalfolie, oder ein Me- 
tallblech (10), insbesondere ein Tantalblech, aufgetra- 
gen und sodann getrocknet und gesintert wird. 

8. Verfahren nach Anspnich 7, dadurch gekennzeich- 
net, dafi die Paste (12) unler Verwendung einer Scha- 
blone (11) durch Drucken aufgetragen wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, dafi die Paste (12) durch Siebdrucken aufgetragen 
wird, 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 7 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Paste (12) beidseitig auf 35 
die Metallfolie oder das Metallblech (10) aufgetragen 
wird. 

11. Verfahren nach den Anspriichen 7 und 10, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Paste (12) mittels zwei Mas- 
ken (13, 14), von denen jede jeweils einer Seite der 
Metallfolie bzw. des Metallbleches (15) zugeordnet ist, 
auf die Metallfolie bzw. das Metallblech (15) aufgetra- 
gen wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi ein einen Rand eines Loches der Maske 
(13, 14) uberragendes Ende der Metallfolie bzw. des 
Metallbleches (15) mit einem Abstandshalter (17) ab- 
gestiitzt wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Paste (20) durch Umspritzen, Umpressen 
Oder Umgiefien auf die Metallfolie bzw. das Metall- 
blech (15) aufgetragen wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, dafi die Paste (20) als griine Masse vorgefertigt, zu- 
geschnitten und mit der MetaUfolie bzw. dem Metall- 
blech (15) verklebt wird. 

15. Verfahren zum Herstellen eines Anodenkorpers 
und eines Anodenableiters fiir einen Kondensator nach 
einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
dafi ein Metallstreifen mit einem Metallpulver umprefit 60 
wird, so dafi ein PreBling entsteht, aus dem der Metall- 
streifen an einer Seite herausragt, und daB der PreBling 
anschlieBend gesintert wird. 

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi fiir den Metallstreifen eine l^ntalfolie 
oder ein Tantalblech vorgesehen wtrd. 

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch ge- 
. kennzeichnet, daB fur das Metallpulver ein Tantalpul- 
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ver vorgesehen wird. 

18. Verfahren nach einem der Anspruche 15 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, dafi dem Metallpulver ein 
Additiv mit Schmierwirkung, insbesondere Campber, 
beigefugt wird. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Additiv vor dem Sintem entfemt 
wird. 
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